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ขอ้ความในท ีน่ีจ้ะไมม่ผีลเป็นการรบัประกันเพ ิม่เตมิใดๆ 
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เก่ียวกับคูม่อืน้ี

คำเตือน! ขอ้ความท ีเ่ร ิม่ตน้ดว้ยสญัลักษณลั์กษณะนี้ แสดงถงึโอกาสอันอาจเกดิอันตรายตอ่รา่งกายหรอืชวีติของผ ู้ ใชห้ากม ิ ได ้
ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด  

ขอ้ควรระวัง: ขอ้ความท ีเ่ร ิม่ตน้ดว้ยสญัลักษณลั์กษณะนี้ แสดงถงึโอกาสอันอาจเกดิความเสยีหายตอ่อปุกรณห์รอืการสญูหาย
ของขอ้มลู หากมิได้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด    

หมายเหตุ: ข้อความที่เริ่มต้นด้วยสัญลักษณ์ลักษณะนี้หมายถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญ           
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1 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ค ูม่อืนี้อธบิายเก ี่ยวกับคณุลักษณะของไคลเอน็ตแ์บบบาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนนี้             
ไคลเอน็ตแ์บบบาง สามารถดไูดจ้าก http://www.hp.com/go/quickspecs แลว้คน้หาไคลเอน็ตแ์บบบางรุน่นี้

ทัง้นี้ ไคลเอน็ตแ์บบบางมตัีวเลอืกใหเ้ลอืกหลายรปูแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ        ท ีม่ ีโปรดดจูากเวบ็ไซต ์HP ท ี ่
http://www.hp.com แลว้คน้หาไคลเอน็ตแ์บบบางท ีค่ณุตอ้งการ

1
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สว่นประกอบท่ีแผงด้านหน้า
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม      สามารถดไูดจ้าก http://www.hp.com/go/quickspecs แลว้คน้หาไคลเอน็ตแ์บบบางรุน่ท ีต่อ้งการเพ ื่อ
เรยีกด ูQuickSpecs (ข้อมูลจำเพาะโดยย่อ )

รายการ สว่นประกอบ รายการ สว่นประกอบ

1 แจค็หฟูง 4 ไฟสัญญาณแสดงการทำงานของแฟลชไดรฟ์

2 พอรต์ USB 3.0 (2) 5 ปุ่ มเปิด/ปิดเคร ือ่ง

3 พอรต์ USB 2.0 (2)   

2 บท 1   คณุสมบัตขิองผลติภัณฑ ์

http://www.hp.com/go/quickspecs


สว่นประกอบท่ีแผงด้านหลัง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม      สามารถดไูดจ้าก http://www.hp.com/go/quickspecs/ แลว้คน้หาไคลเอน็ตแ์บบบางรุน่ท ีต่อ้งการเพ ื่อ
เรยีกด ูQuickSpecs (ข้อมูลจำเพาะโดยย่อ )

รายการ สว่นประกอบ รายการ สว่นประกอบ

1 พอรต์ RJ-45 สำหรับอีเทอร์เน็ต    7 แจค็คอมโบสญัญาณเสยีงออก (หฟูง)/สญัญาณเสยีงเขา้ 
(ไมโครโฟน)

2 พอรต์ PS/2 สำหรับแป้นพิมพ์    8 พอรต์เสรมิ โดยสามารถใช้พอร์ตนี้สำหรับขั้วต่อสายโคแอกเชียล    
แบบค ูเ่พ ื่อตอ่เสาอากาศภายนอก, ขัว้ตอ่ SC fiber NIC, ขัว้ตอ่ LC 
fiber NIC, พอรต์ซเีรยีล หรอืพอรต์ VGA (ดังแสดงในภาพ)

3 พอรต์ PS/2 สำหรับเมาส์   9 ขอเก ี่ยวยดึสายไฟ AC แบบดงึออกได ้

4 พอรต์อนุกรม 10 หัวตอ่สายไฟ

5 พอรต์ DisplayPort 1.2 แบบโหมดค ู ่(2) 11 สลักแผง I/O ดา้นหลัง

6 พอรต์ USB 2.0 (2) 12 ชอ่งเสยีบตัวลอ็กสายเคเบลิ

สว่นประกอบท ีแ่ผงดา้นหลัง 3
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ตำแหน่งของหมายเลขผลิตภัณฑ์
ไคลเอ็นต์แบบบางทุกเครื่องจะมีหมายเลขลำดับผลิตภัณฑ์ติดเอาไว้ดังแสดงในภาพประกอบต่อไปนี้          กรณุาเตรยีมหมายเลขนี้ ให ้
พรอ้มเม ื่อตดิตอ่เขา้มายังฝ่ายบรกิารเพ ื่อขอรบัความชว่ยเหลอื

4 บท 1   คณุสมบัตขิองผลติภัณฑ ์



2 ต้ังคา่

คำเตือนและข้อควรระวัง
กอ่นท ีจ่ะลงมอือัพเกรดอปุกรณ ์โปรดอ่านคำแนะนำ ขอ้ควรระวัง และคำเตือนในคู่มือนี้อย่างละเอียด   

คำเตือน! เพ ื่อลดความเส ีย่งตอ่การบาดเจบ็จากไฟฟ้าลัดวงจร ผวิสมัผัสท ีร่อ้น หรอืเพลงิไหม:้

ถอดสายไฟ AC ออกจากเตา้เสยีบ AC แลว้ปลอ่ยใหช้ ิน้สว่นภายในของระบบเยน็ลงกอ่นสมัผัส

อยา่เสยีบสายโทรคมนาคมหรอืสายโทรศพัทเ์ขา้กับชอ่งเสยีบของคอนโทรลเลอรอ์นิเตอรเ์ฟซของเนต็เวริก์ (NIC)

อยา่เล ี่ยงการใชส้ายไฟ AC แบบมสีายดนิ ปลั๊กสำหรับการต่อสายดินเป็นคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่สำคัญ   

เสยีบสายไฟ AC เขา้กับเตา้เสยีบ AC ท ีม่กีารตอ่ลงกราวด ์(สายดนิ) ซ ึง่สะดวกตอ่การใชง้านตลอดเวลา

เพ ื่อลดความเส ีย่งตอ่การบาดเจบ็รนุแรง โปรดอา่น ค ูม่อืเพ ือ่ความสะดวกและความปลอดภัย ค ูม่อืดังกลา่วจะใหร้ายละเอยีดเก ี่ยวกับ
การตดิตัง้เคร ือ่งเวริก์สเตชันอยา่งเหมาะสม รวมถงึทา่น่ัง พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการทำงานสำหรับผู้ใช้เครื่อง        
ไคลเอน็ตแ์บบบาง และให้ข้อมูลความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและกลไกที่สำคัญ       ทัง้นี้ค ูม่อืเพ ือ่สะดวกและความปลอดภัยสามารถเรยีกดไูด ้
จากเวบ็ไซตข์อง HP ท ี ่http://www.hp.com/ergo

คำเตือน! มีชิ้นส่วนที่มีกำลังไฟฟ้าอยู่ภายใน     

ถอดสายไฟอปุกรณก์อ่นท ีจ่ะถอดฝาครอบเคร ือ่ง

เปล ี่ยนและตดิตัง้โครงเคร ือ่งใหแ้น่นหนากอ่นท ีจ่ะเสยีบปลัก๊ไฟของอปุกรณอ์กีครัง้

ขอ้ควรระวัง: ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ส่วนประกอบทางไฟฟ้าของไคลเอ็นต์แบบบางหรืออุปกรณ์เสริมเกิดการชำรุดเสียหายได้            กอ่นท ี่
จะเร ิม่ตน้กระบวนการเหลา่นี้ โปรดตรวจสอบวา่คณุไดค้ายประจไุฟฟ้าสถติดว้ยการสมัผัสวัตถทุ ีเ่ป็นโลหะและมกีารลงกราวด ์สำหรับ
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การป้องกันความเสยีหายจากการคายประจไุฟฟ้าสถติ ในหนา้ 28

เม ื่อเสยีบปลัก๊ไคลเอน็ตแ์บบบางเขา้กับแหลง่จา่ยไฟ AC จะมแีรงดันไฟฟ้าสง่ไปยังเมนบอรด์อย ูต่ลอดเวลา ทัง้นี้เพ ื่อป้องกันความเสยี
หายตอ่สว่นประกอบภายใน คณุตอ้งถอดสายไฟ AC ออกจากจากแหลง่จา่ยไฟกอ่นท ีจ่ะเปิดเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบางดังกลา่ว

คาํเตอืนและขอ้ควรระวัง 5
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การติดต้ังแทน่วาง
ขอ้ควรระวัง: ไคลเอน็ตแ์บบบางตอ้งใชง้านรว่มกับแทน่วางเพ ื่อใหเ้กดิการถา่ยเทอากาศโดยรอบตัวเคร ือ่งอยา่งเหมาะสม ยกเวน้
เฉพาะในกรณีท ีม่กีารตดิไคลเอน็ตแ์บบบางเขา้กับ HP Quick Release

การปรบัแทน่วาง
แทน่วางสามารถปรบัลักษณะไดส้องรปูแบบดว้ยกัน ไดแ้ก:่ แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสำหรับการวางแนวนอน     และแบบส ีเ่หล ี่ยมผนืผา้
สำหรับการวางแนวตั้ง 

แยกแทน่วางออกจากกันดว้ยการถอดช ิน้สว่นขนาดเลก็ทัง้สองดา้นออก จากน้ันลอ็กดา้นขา้งเขา้กับจดุเช ื่อมตอ่ฝง่ดา้นนอกของช
ิน้สว่นขนาดเลก็เพ ื่อจัดใหม้ลัีกษณะเป็นรปูส ีเ่หล ี่ยมจัตรุสั หรอืลอ็กเขา้กับจดุเช ื่อมตอ่ฝง่ดา้นในของเพ ื่อจัดใหม้ลัีกษณะท ีแ่คบลง

การติดต้ังแทน่วาง
แท่นวางที่มาพร้อมกับไคลเอ็นต์แบบบางช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดลักษณะการตั้งวางได้ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน           

1. ถอด/คลายอปุกรณร์กัษาความปลอดภัยท ีกั่นไม่ ใหม้กีารเปิดตัวเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบาง

2. ถอดส ือ่บันทกึแบบถอดไดอ้อกจากไคลเอน็ตแ์บบบาง เชน่ แฟลชไดรฟ ์USB

3. ปิดไคลเอน็ตแ์บบบางใหเ้รยีบรอ้ยผา่นระบบปฏบัิตกิาร จากน้ันปิดอปุกรณภ์ายนอกใดๆ ทัง้หมด

4. ถอดสายไฟ AC ออกจากเตา้เสยีบ AC และถอดอปุกรณภ์ายนอกใดๆ ออกใหห้มด

5. ปรบัแทน่วางตามท ีต่อ้งการ

สำหรับขั้นตอนต่างๆ   โปรดดทู ี ่การปรบัแทน่วาง ในหนา้ 6

6. ตดิแทน่วางเขา้กับไคลเอน็ตแ์บบบาง

● ตดิแทน่วางท ีด่า้นลา่งของไคลเอน็ตแ์บบบางเพ ื่อจัดวางในแนวตัง้

a. พลิกคว่ำเครื่องไคลเอ็นต์แบบบาง    และมองหารขูองสกรทัูง้สองรบูรเิวณดา้นลา่งของตัวเคร ือ่ง
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b. จัดตำแหน่งแท่นวางเข้ากับด้านล่างของตัวเครื่อง    แลว้ยดึสกรเูขา้กับแทน่วางผา่นรดัูงกลา่ว

c. ขันสกรเูพ ื่อยดึใหแ้น่น

● ตดิแทน่วางไวท้ ีด่า้นขวาของไคลเอน็ตแ์บบบางเพ ื่อจัดวางในแนวนอน

a. จัดวางไคลเอน็ตแ์บบบางใหด้า้นขวาของตัวเคร ือ่งหงายข ึน้ และมองหารขูองสกรทัูง้สองรบูรเิวณดา้นขวาของตัว
เคร ือ่ง

b. จัดตำแหน่งแท่นวางเข้ากับด้านข้างของตัวเครื่อง    แลว้ยดึสกรเูขา้กับแทน่วางผา่นรดัูงกลา่ว

c. ขันสกรเูพ ื่อยดึใหแ้น่น

7. ตอ่สายไฟ AC กลับคนื และเปิดเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบาง

หมายเหตุ: ตรวจสอบวา่มพี ืน้ท ีว่า่งรอบขา้งตัวเคร ือ่งในทกุดา้นอยา่งนอ้ย 10.2 เซนตเิมตร (4 นิว้) และไมม่สี ิง่ใดกดีขวาง
โดยรอบ

8. ลอ็กอปุกรณร์กัษาความปลอดภัยท ีถ่กูปลดออกในตอนท ีถ่อดฝาครอบหรอืถอดแผงปิดเคร ือ่งใหก้ลับเขา้ท ี่
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หมายเหตุ: ฉากยดึการตดิตัง้ Quick Release (อปุกรณเ์สรมิ) สามารถหาซ ือ้ไดจ้าก HP เพ ื่อใช ้ ในการตดิตัง้ไคลเอน็ตแ์บบบาง
เขา้กับบนผนัง โตะ๊ และสวงิอารม์ หากมกีารใชฉ้ากยดึการตดิตัง้ กรณุาอยา่ตดิตัง้ตัวเคร ือ่งโดยท ีพ่อรต์ I/O อยู่ในตำแหน่งหัน 
ลงพ ืน้

การเชื่อมต่อสายไฟ AC
1. ตอ่ปลายดา้นท ีเ่ป็นวงกลมของสายไฟเขา้กับขัว้ตอ่แหลง่จา่ยไฟท ีด่า้นหลังของไคลเอน็ตแ์บบบาง (1)

2. ใชช้อ่งเสยีบ (2) ท ีด่า้นขา้งของขอเก ี่ยวยดึสายไฟ AC แบบดงึออกได ้เพ ื่อดงึขอเก ี่ยวออก

3. ดันสายไฟ AC เขา้กับขอเก ี่ยวยดึ (3) และรวบสายไฟ AC สว่นเกนิ

4. เสยีบปลายสายไฟ AC ดา้นปลัก๊ตัวเมยีเขา้กับแหลง่จา่ยไฟ (4)

5. เช ื่อมตอ่ปลายอกีดา้นหนึ่งของสายไฟ AC เขา้กับเตา้เสยีบ AC (5)

ขอ้ควรระวัง: ทัง้นีห้ากไมเ่ก ี่ยวยดึสายไฟเขา้กับขอเก ี่ยวใหเ้รยีบรอ้ย อาจทำให้สายไฟ  AC หลดุออก และทำให้ข้อมูลสูญหายได้    
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การปกป้องตัวเครือ่งไคลเอ็นตแ์บบบาง
ไคลเอน็ตแ์บบบางถกูออกแบบมาให ้ ใชง้านรว่มกับสายลอ็กได ้โดยสายลอ็กชว่ยป้องกันการถอดเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบางโดยไม่ ไดร้บั
อนุญาต ตลอดจนเป็นการป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงชิ้นส่วนที่สำคัญ          หากตอ้งการสัง่ซ ือ้อปุกรณช์ ิน้นี้ กรณุาไปยังเวบ็ไซตข์อง HP ท ี ่
http://www.hp.com และคน้หารุน่ของไคลเอน็ตแ์บบบางท ีค่ณุใชง้าน

1. มองหาชอ่งเสยีบสายลอ็กท ีบ่รเิวณแผงดา้นหลัง

2. ใสส่ายลอ็กเขา้ไป ในชอ่งดังกลา่ว แลว้ใชก้ญุแจเพ ื่อปิดลอ็ก

หมายเหตุ: สายลอ็กไดร้บัการออกแบบเป็นพเิศษเพ ื่อปกป้องคอมพวิเตอร ์ แตอ่าจไมส่ามารถป้องกันการโจรกรรมหรอืการใชง้าน
ตัวเคร ือ่งในทางท ี่ ไมถ่กูตอ้งได ้

การติดยดึตัวและการจัดวางตัวเครือ่งไคลเอ็นตแ์บบบาง
HP Quick Release

ฉากยดึการตดิตัง้ Quick Release (อปุกรณเ์สรมิ) สามารถหาซ ือ้ไดจ้าก HP เพ ื่อใช ้ ในการตดิตัง้ไคลเอน็ตแ์บบบางเขา้กับบนผนัง 
โตะ๊ และสวงิอารม์ หากมกีารใชฉ้ากยดึการตดิตัง้ กรณุาอยา่ตดิตัง้ตัวเคร ือ่งโดยท ีพ่อรต์ I/O อยู่ในตำแหน่งหันลงพื้น  

ไคลเอน็ตแ์บบบางเคร ือ่งนีป้ระกอบดว้ยจดุยดึส ีจ่ดุท ีบ่รเิวณดา้นขวาของตัวเคร ือ่ง จดุยดึเหลา่นี้เป็นไปตามมาตรฐาน VESA (Video 
Electronics Standards Association) ซึ่งเป็นผู้กำหนดรูปแบบการยึดติดตั้งมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรมสำหรับจอแสดงผล     
แบบแบน (FD) เชน่ จอภาพแบบแบน จอแสดงผลแบบแบน และโทรทัศนจ์อแบน HP Quick Release เช ื่อมตอ่กับจดุยดึตาม
มาตรฐาน VESA ชว่ยใหค้ณุสามารถตดิตัง้เคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบางไดห้ลากหลายรปูแบบ

หมายเหตุ: โปรดใชส้กรขูนาด 10 มม. ท ี่ ใหม้าพรอ้มกับ HP Quick Release ในการยดึตดิไคลเอน็ตแ์บบบาง

การปกป้องตัวเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบาง 9

http://www.hp.com


การใช ้HP Quick Release:

1. ใชส้กร ู10 มม. ทั้งสี่ตัวที่ให้มาพร้อมชุดอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง          โดยใหต้ดิดา้นหนึ่งของ HP Quick Release เขา้กับ
ไคลเอน็ตแ์บบบางตามท ีแ่สดงในภาพประกอบตอ่ไปนี้
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2. ใช้สกรูสี่ตัวที่ให้มาพร้อมชุดอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง           โดยใหต้ดิอกีดา้นหนึ่งของ HP Quick Release เขา้กับอปุกรณท์ ีค่ณุจะ
ยดึตดิกับไคลเอน็ตแ์บบบาง ตรวจสอบใหแ้กนปลดลอ็กหงายข ึน้

3. เล ื่อนดา้นขา้งของอปุกรณย์ดึตดิซ ึง่ยดึกับไคลเอน็ตแ์บบบาง (1) เขา้กับอกีดา้นของอปุกรณย์ดึตดิ (2) บนอปุกรณท์ ีค่ณุ
ตอ้งการยดึตดิกับไคลเอน็ตแ์บบบาง หากมเีสยีง 'คลกิ' ดังข ึน้ แสดงวา่การเช ื่อมตอ่เป็นไปอยา่งเรยีบรอ้ย

ขอ้ควรระวัง: เพื่อให้การทำงานของ   HP Quick Release เป็นไปอยา่งถกูตอ้งและเพ ื่อการตดิยดึสว่นประกอบทัง้หมดอยา่งแน่น
หนา โปรดตรวจสอบวา่แกนปลดซ ึง่อย ู่ ในดา้นท ีต่ดิกับตัวเคร ือ่ง และสว่นโคง้มนของฉากยดึซ ึง่ตดิอย ูกั่บพ ืน้ผวิหรอืวัตถอุกีฝง่หนึ่ง 
ทัง้สองสว่นน้ันอย ู่ ในลักษณะตัง้ข ึน้

หมายเหตุ: เม ื่อยดึตดิเรยีบรอ้ย HP Quick Release จะล็อกเข้าตำแหน่งโดยอัตโนมัติ    และเม ื่อตอ้งการถอดไคลเอน็ตแ์บบบาง
ออก ใหเ้ล ื่อนแกนไปยังอกีดา้นหนึ่ง

รูปแบบการติดต้ังท่ีรองรบั
ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงถึงรูปแบบการติดตั้งที่รองรับบางลักษณะสำหรับฉากยึดการติดตั้ง      

● ตดิกับดา้นหลังของจอภาพ:
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● ตดิบนผนัง:
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● ติดใต้โต๊ะทำงาน   :
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รูปแบบและลักษณะการจัดวางท่ีรองรบั

ขอ้ควรระวัง: คณุตอ้งจัดวางตัวเคร ือ่งใหอ้ย ู่ ในลักษณะท ี ่HP กำหนดเพื่อให้ไคลเอ็นต์แบบบางของคุณทำงานได้ตามเหมาะสม     

ไคลเอน็ตแ์บบบางตอ้งใชง้านรว่มกับแทน่วางเพ ื่อใหเ้กดิการถา่ยเทอากาศโดยรอบตัวเคร ือ่งอยา่งเหมาะสม ยกเวน้เฉพาะในกรณีท ีม่ ี
การตดิไคลเอน็ตแ์บบบางเขา้กับ HP Quick Release

● HP รองรบัการจัดวางไคลเอน็ตแ์บบบางตามแนวนอน:

● HP รองรบัการจัดวางไคลเอน็ตแ์บบบางตามแนวตัง้:
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● ไคลเอน็ตแ์บบบางอาจถกูจัดวางเอาไว ้ ใตแ้ทน่วางจอภาพได ้โดยตอ้งมพี ืน้ท ีว่า่งอยา่งนอ้ย 2.54 ซม. (1 นิว้)

รูปแบบการจัดวางท่ี ไมร่องรบั
HP ไมร่องรบัการจัดวางไคลเอน็ตแ์บบบางในลักษณะตา่งๆ ดังตอ่ไปนี้:

ขอ้ควรระวัง: การจัดวางไคลเอ็นต์แบบบางในลักษณะที่ไม่รองรับอาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด        และ/หรอืเกดิความเสยีหาย
ตอ่อปุกรณ ์ได ้

ไคลเอ็นต์แบบบางต้องจัดวางเอาไว้ในที่มีการระบายอากาศได้ดีเพื่อให้มีอุณหภูมิเหมาะสมในการทำงาน                 อยา่ใหม้สี ิง่ใดขวางทาง
ระบายอากาศ

หา้มตดิตัง้ไคลเอน็ตแ์บบบาง โดยท ีพ่อรต์ I/O อยู่ในตำแหน่งหันลงพื้น  

อยา่วางไคลเอน็ตแ์บบบางในล ิน้ชักหรอืในพ ืน้ท ีปิ่ดทบึ อยา่วางจอภาพหรอืวัตถอุ ื่นใดบนเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบาง หา้มตดิตัง้
ไคลเอน็ตแ์บบบางระหวา่งผนังและจอภาพ เพราะตัวเคร ือ่งตอ้งจัดวางเอาไว ้ ในท ีม่กีารระบายอากาศ ไดด้เีพ ื่อใหม้อีณุหภมูเิหมาะ
สมในการทำงาน

● ในลิ้นชักโต๊ะทำงาน  :
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● วางจอภาพไวด้า้นบนตัวเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบาง

การดูแลรักษาตามปกติสำหรับไคลเอ็นต์แบบบาง
ใชข้อ้มลูตอ่ไปนี้เพ ื่อดแูลรกัษาไคลเอน็ตแ์บบบางของคณุอยา่งเหมาะสม:

● อยา่ใชง้านไคลเอน็ตแ์บบบางระหวา่งท ีถ่อดแผงภายนอกออก

● อยา่วางไคลเอน็ตแ์บบบางไว ้ ในบรเิวณท ีม่คีวามช ืน้สงู สมัผัสแสงแดดโดยตรง และมอีณุหภมูทิ ีร่อ้นจัดหรอืเยน็จัด สำหรับ
ข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิและช่วงระดับความชื้นที่แนะนำสำหรับไคลเอ็นต์แบบบาง           โปรดดไูดจ้าก http://www.hp.com/go/
quickspecs

● อยา่วางของเหลวไว ้ ใกลกั้บเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบางและแป้นพมิพ ์

● ปิดเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบาง แล้วเช็ดพื้นผิวภายนอกด้วยผ้านุ่มที่ชุบน้ำหมาดๆ       ตามที่จำเป็น  การใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด  
อาจทำให้สีคอมพิวเตอร์ซีดจางหรือทำลายสีคอมพิวเตอร์        
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3 การเปล่ียนแปลงฮารด์แวร ์

คำเตือนและข้อควรระวัง
กอ่นท ีจ่ะลงมอือัพเกรดอปุกรณ ์โปรดอ่านคำแนะนำ ขอ้ควรระวัง และคำเตือนในคู่มือนี้อย่างละเอียด   

คำเตือน! เพ ื่อลดความเส ีย่งตอ่การบาดเจบ็จากไฟฟ้าลัดวงจร ผวิสมัผัสท ีร่อ้น หรอืเพลงิไหม:้

ทั้งนี้ภายในตัวเครื่องมีชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าและมีการเคลื่อนไหวทำงานอยู่            ถอดสายไฟอปุกรณก์อ่นท ีจ่ะถอดฝาครอบเคร ือ่ง

ควรรอใหส้ว่นประกอบภายในมอีณุหภมูทิ ีเ่ยน็ลงกอ่นสมัผัส

เปล ี่ยนและตดิตัง้โครงเคร ือ่งใหแ้น่นหนากอ่นท ีจ่ะเสยีบปลัก๊ไฟของอปุกรณอ์กีครัง้

อยา่เสยีบสายโทรคมนาคมหรอืสายโทรศพัทเ์ขา้กับชอ่งเสยีบของคอนโทรลเลอรอ์นิเตอรเ์ฟซของเนต็เวริก์ (NIC)

อยา่เล ี่ยงการใชส้ายไฟ AC แบบมสีายดนิ ปลั๊กสำหรับการต่อสายดินเป็นคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่สำคัญ   

เสยีบสายไฟ AC เขา้กับเตา้เสยีบ AC ท ีม่กีารตอ่ลงกราวด ์(สายดนิ) ซ ึง่สะดวกตอ่การใชง้านตลอดเวลา

เพ ื่อลดความเส ีย่งตอ่การบาดเจบ็รนุแรง โปรดอา่น ค ูม่อืเพ ือ่ความสะดวกและความปลอดภัย ซ ึง่จะอธบิายถงึการตดิตัง้เวริก์สเตชัน
อยา่งเหมาะสม และให้ข้อแนะนำในการจัดท่าทางและพฤติกรรมการทำงานที่ช่วยให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น           และลดความ
เส ีย่งตอ่การบาดเจบ็ตา่งๆ นอกจากนี้ยังใหข้อ้มลูเก ี่ยวกับความปลอดภัยทางไฟฟ้าและกลไกดว้ย โดยสามารถอา่นค ูม่อืนีบ้นเวบ็ไดท้ ี ่
http://www.hp.com/ergo

ขอ้ควรระวัง: ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ส่วนประกอบทางไฟฟ้าของไคลเอ็นต์แบบบางหรืออุปกรณ์เสริมเกิดการชำรุดเสียหายได้            กอ่นท ี่
จะเร ิม่ตน้กระบวนการเหลา่นี้ โปรดตรวจสอบวา่คณุไดค้ายประจไุฟฟ้าสถติดว้ยการสมัผัสวัตถทุ ีเ่ป็นโลหะและมกีารลงกราวด ์สำหรับ
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การป้องกันความเสยีหายจากการคายประจไุฟฟ้าสถติ ในหนา้ 28

เม ื่อเสยีบปลัก๊ไคลเอน็ตแ์บบบางเขา้กับแหลง่จา่ยไฟ AC จะมแีรงดันไฟฟ้าสง่ไปยังเมนบอรด์อย ูต่ลอดเวลา คณุตอ้งถอดสายไฟออก
จากแหลง่จา่ยไฟกอ่นท ีจ่ะเปิดฝาเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบางเพ ื่อป้องกันความเสยีหายกับสว่นประกอบภายในเคร ือ่ง

การถอดและใสแ่ผงปิด
การถอดแผงปิด

คำเตือน! เพ ื่อลดความเส ีย่งตอ่การบาดเจบ็จากไฟฟ้าลัดวงจร ผวิสมัผัสท ีร่อ้น หรอืเพลงิไหม ้ตอ้งใชง้านไคลเอน็ตแ์บบบางโดยท ีม่ ี
แผงปิดอย ูต่ลอดเวลา เพราะนอกจากจะชว่ยเพ ิม่ความปลอดภัยแแลว้ แผงปิดยังอาจให้ข้อแนะนำหรือข้อบ่งชี้ที่สำคัญ        ซ ึง่อาจ
สญูหายไปหากไมม่กีารใชแ้ผงปิดดังกลา่ว อยา่ใชแ้ผงปิดอื่นใดนอกเหนอืไปจากท ี ่HP จัดเตรียมไว้ให้สำหรับไคลเอ็นต์แบบบางเครื่อง       
นี้

กอ่นถอดฝาปิดออก ตรวจสอบวา่ไดปิ้ดเคร ือ่งและถอดสายไฟ AC ออกจากเตา้เสยีบ AC เป็นท ีเ่รยีบรอ้ยแลว้

วธิกีารถอดแผงปิด:

1. ถอด/คลายอปุกรณร์กัษาความปลอดภัยท ีกั่นไม่ ใหม้กีารเปิดตัวเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบาง

2. ถอดส ือ่บันทกึแบบถอดไดอ้อกจากไคลเอน็ตแ์บบบาง เชน่ แฟลชไดรฟ ์USB

3. ปิดไคลเอน็ตแ์บบบางใหเ้รยีบรอ้ยผา่นระบบปฏบัิตกิาร จากน้ันปิดอปุกรณภ์ายนอกใดๆ ทัง้หมด

คาํเตอืนและขอ้ควรระวัง 17
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4. ถอดสายไฟ AC ออกจากเตา้เสยีบ AC และถอดอปุกรณภ์ายนอกใดๆ ออกใหห้มด

ขอ้ควรระวัง: ไมว่า่สถานะของเคร ือ่งจะเปิดอย ูห่รอืไมก่ต็าม จะมกีระแส ไฟฟ้าอย ู่ ในเมนบอรด์ตราบเทา่ท ีเ่คร ือ่งยังตอ่อย ู่
กับเตา้เสยีบ AC คณุตอ้งถอดสายไฟ AC เพ ื่อหลกีเล ี่ยงความเสยีหายตอ่สว่นประกอบภายในของเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบาง

5. ถอดแทน่วางออกจากไคลเอน็ตแ์บบบาง

6. วางตัวเคร ือ่งนอนราบบนพ ืน้ผวิท ีม่ั่นคงโดยใหหั้นดา้นขวาของตัวเคร ือ่งข ึน้

7. ปลดสลัก (1) ท ีด่า้นซา้ยของแผง I/O ดา้นหลัง ดันแผง I/O (2) ไปทางขวา จากน้ันยกออกจากตัวเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบาง

8. เล ื่อนสลักของแผงปิด (1) ไปทางขวาเพ ื่อปลดแผงปิดออก

9. เล ื่อนแผงปิดประมาณ 6 มม. (0.24 นิว้) ไปทางดา้นหลังของโครงเคร ือ่ง จากน้ันยกแผงปิดออกจากเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบาง 
(2)

18 บท 3   การเปล ี่ยนแปลงฮารด์แวร ์



การเปล่ียนแผงปิดเครือ่งคอมพิวเตอร ์
วธิกีารใสแ่ผงปิดเคร ือ่งกลับเขา้ท ี:่

1. วางแผงปิดไวบ้นตัวเคร ือ่ง ประมาณ 6 มม. (0.24 นิว้) ภายในขอบของตัวเคร ือ่ง เล ื่อนแผงปิดไปทางดา้นหนา้ของตัวเคร ือ่ง 
(1) จนกระทัง่ลอ็กเขา้ท ี่

2. เล ื่อนสลักแผงปิด (2) ไปทางซา้ยเพ ื่อยดึแผงปิด

3. สอดขอเก ี่ยวทางดา้นขวาของแผง I/O ดา้นหลัง (1) เขา้ไปท ีด่า้นขวาของสว่นหลังของโครงเคร ือ่ง ดันฝง่ซา้ย (2) เขา้กับโครง
เคร ือ่ง จากน้ันกดเขา้กับโครงเคร ือ่งจนลอ็กเขา้ท ี่

การถอดและใสแ่ผงปิด 19



การทำความรู้จักกับส่วนประกอบภายใน

รายการ สว่นประกอบ รายการ สว่นประกอบ

1 แบตเตอร ี่ 5 พอรต์ USB 3.0

2 หน่วยความจำระบบ DIMM1 6 ซอ็กเกต็ M.2 สำหรับโมดูลจัดเก็บข้อมูลหลัก      M.2 ขนาด 42 
มม. 60 มม. หรอื 80 มม.

3 หน่วยความจำระบบ DIMM2 7 ซอ็กเกต็ M.2 สำหรับโมดูลจัดเก็บข้อมูลรอง      M.2 ขนาด 42 
มม.

4 ปุ่ ม CMOS   

20 บท 3   การเปล ี่ยนแปลงฮารด์แวร ์



การถอดเปล่ียนโมดูลจัดเก็บขอ้มูล M.2
เคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบางรองรบัการตดิตัง้โมดลูจัดเกบ็ขอ้มลู M.2 ไดส้องชดุ

● โมดลูจัดเกบ็ขอ้มลูหลักขนาด 42 มม., 60 มม. หรอื 80 มม. สามารถตดิตัง้เอาไว ้ ในซอ็กเกต็หนึ่ง

● โมดลูจัดเกบ็ขอ้มลูรองขนาด 42 มม. สามารถตดิตัง้เอาไว ้ ในอกีซอ็กเกต็หนึ่ง

วธิกีารถอดโมดลูจัดเกบ็ขอ้มลู M.2 แบบแฟลช:

1. ถอด/คลายอปุกรณร์กัษาความปลอดภัยท ีกั่นไม่ ใหม้กีารเปิดตัวเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบาง

2. ถอดส ือ่บันทกึแบบถอดไดอ้อกจากไคลเอน็ตแ์บบบาง เชน่ แฟลชไดรฟ ์USB

3. ปิดไคลเอน็ตแ์บบบางใหเ้รยีบรอ้ยผา่นระบบปฏบัิตกิาร จากน้ันปิดอปุกรณภ์ายนอกใดๆ ทัง้หมด

4. ถอดสายไฟ AC ออกจากเตา้เสยีบ AC และถอดอปุกรณภ์ายนอกใดๆ ออกใหห้มด

ขอ้ควรระวัง: ไมว่า่สถานะของเคร ือ่งจะเปิดอย ูห่รอืไมก่ต็าม จะมกีระแส ไฟฟ้าอย ู่ ในเมนบอรด์ตราบเทา่ท ีเ่คร ือ่งยังตอ่อย ู่
กับเตา้เสยีบ AC คณุตอ้งถอดสายไฟ AC เพ ื่อหลกีเล ี่ยงความเสยีหายตอ่สว่นประกอบภายในของเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบาง

5. ถอดแทน่วางออกจากไคลเอน็ตแ์บบบาง

6. วางตัวเคร ือ่งนอนราบบนพ ืน้ผวิท ีม่ั่นคงโดยใหหั้นดา้นขวาของตัวเคร ือ่งข ึน้

7. ถอดแผงปิดออกจากตัวเคร ือ่ง โปรดดทู ี ่การถอดและใสแ่ผงปิด ในหนา้ 17

8. มองหาตำแหน่งของซ็อกเก็ต   M.2 บนเมนบอรด์ โปรดดทู ี ่การทำความรู้จักกับส่วนประกอบภายใน    ในหนา้ 20

9. คลายสกรยูดึโมดลูจัดเกบ็ขอ้มลูจนกวา่ดา้นทา้ยของโมดลูจะยกข ึน้

10. ดงึโมดลูจัดเกบ็ขอ้มลูออกจากซอ็กเกต็

การถอดเปล ี่ยนโมดลูจัดเกบ็ขอ้มลู M.2 21



11. ถอดชดุสกรอูอกจากโมดลูจัดเกบ็ขอ้มลู และนำไปต่อเข้ากับโมดูลจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการใช้แทนตัวเดิม        

12. เล ื่อนโมดลูจัดเกบ็ขอ้มลูใหมเ่ขา้ไป ในซอ็กเกต็ M.2 บนเมนบอรด์ และกดขัว้ตอ่โมดลูลงในซอ็กเกต็ใหแ้น่น

หมายเหตุ: คณุสามารถตดิตัง้โมดลูจัดเกบ็ขอ้มลูไดเ้พยีงวธิเีดยีวเทา่น้ัน

22 บท 3   การเปล ี่ยนแปลงฮารด์แวร ์



13. กดโมดโูมดลูจัดเกบ็ขอ้มลู และใช ้ ไขควงเพ ื่อขันสกรยูดึอปุกรณเ์ขา้กับเมนบอรด์

14. ตดิฝาปิดและลอ็กสลัก จากน้ันตดิตัง้แผง I/O ดา้นหลังกลับคนืใหเ้รยีบรอ้ย โปรดดทู ี ่การถอดและใสแ่ผงปิด ในหนา้ 17

15. ใสแ่ทน่วางตัวเคร ือ่งกลับเขา้ท ี่

16. เสยีบสายไฟ AC อกีครัง้และเปิดเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบาง

17. ลอ็กอปุกรณร์กัษาความปลอดภัยท ีถ่กูปลดออกในตอนท ีถ่อดแผงปิดเคร ือ่งใหก้ลับเขา้ท ี่

การถอดและเปล่ียนแบตเตอรี่
คำเตือน! กอ่นถอดฝาปิดออก ตรวจสอบวา่ไดปิ้ดเคร ือ่งและถอดสายไฟ AC ออกจากเตา้เสยีบ AC เป็นท ีเ่รยีบรอ้ยแลว้

วธิกีารถอดและเปล ี่ยนแบตเตอร ี:่

1. ถอด/คลายอปุกรณร์กัษาความปลอดภัยท ีกั่นไม่ ใหม้กีารเปิดตัวเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบาง

2. ถอดส ือ่บันทกึแบบถอดไดอ้อกจากไคลเอน็ตแ์บบบาง เชน่ แฟลชไดรฟ ์USB

3. ปิดไคลเอน็ตแ์บบบางใหเ้รยีบรอ้ยผา่นระบบปฏบัิตกิาร จากน้ันปิดอปุกรณภ์ายนอกใดๆ ทัง้หมด

4. ถอดสายไฟ AC ออกจากเตา้เสยีบ AC และถอดอปุกรณภ์ายนอกใดๆ ออกใหห้มด

ขอ้ควรระวัง: ไมว่า่สถานะของเคร ือ่งจะเปิดอย ูห่รอืไมก่ต็าม จะมกีระแส ไฟฟ้าอย ู่ ในเมนบอรด์ตราบเทา่ท ีเ่คร ือ่งยังตอ่อย ู่
กับเตา้เสยีบ AC คณุตอ้งถอดสายไฟ AC เพ ื่อหลกีเล ี่ยงความเสยีหายตอ่สว่นประกอบภายในของเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบาง

5. ถอดแทน่วางออกจากไคลเอน็ตแ์บบบาง

6. วางตัวเคร ือ่งนอนราบบนพ ืน้ผวิท ีม่ั่นคงโดยใหหั้นดา้นขวาของตัวเคร ือ่งข ึน้

7. ถอดแผงปิดออกจากตัวเคร ือ่ง โปรดดทู ี ่การถอดและใสแ่ผงปิด ในหนา้ 17

8. มองหาแบตเตอร ี ่(ถา่น) บนเมนบอรด์

9. ในการถอดแบตเตอร ีอ่อกจากท ี่ ใส ่ใหบ้บีคลปิ โลหะท ีย่ ื่นโผลข่อบดา้นหนึ่งของแบตเตอร ีเ่อาไว ้เม ื่อแบตเตอร ีห่ลดุออกจากท ี่ ใส ่
ใหด้งึแบตเตอร ีอ่อก (1)

การถอดและเปล ี่ยนแบตเตอร ี่ 23



10. ในการใสแ่บตเตอร ี่ ใหม ่ใหเ้ล ื่อนขอบของแบตเตอร ี่ ใหม่ ใหอ้ย ู่ ใตข้อบของท ี่ ใส ่โดยใหขั้ว้บวกอย ูด่า้นบน ดันขอบอกีดา้นของ
แบตเตอร ีล่งจนขาโลหะปิดลงบนขอบอกีดา้นของแบตเตอร ี ่(2)

11. ตดิฝาปิดและลอ็กสลัก จากน้ันตดิตัง้แผง I/O ดา้นหลังกลับคนืใหเ้รยีบรอ้ย โปรดดทู ี ่การถอดและใสแ่ผงปิด ในหนา้ 17

12. ใสแ่ทน่วางตัวเคร ือ่งกลับเขา้ท ี่

13. เสยีบสายไฟ AC อกีครัง้และเปิดเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบาง

14. ลอ็กอปุกรณร์กัษาความปลอดภัยท ีถ่กูปลดออกในตอนท ีถ่อดแผงปิดเคร ือ่งใหก้ลับเขา้ท ี่

HP สนับสนุนให้ลูกค้านำอุปกรณ์ที่ใช้แล้วได้แก่          ฮารด์แวรอ์เิลก็ทรอนกิส ์ ตลับหมกึพมิพข์องแทข้อง HP และแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟซ้ำ   
ไดม้าร ี ไซเคลิ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรีไซเคิล          กรณุาดไูดจ้าก http://www.hp.com แล้วค้นหาด้วยคำว่า
"recycle" (ร ี ไซเคลิ)

สญัลักษณ์ นิยาม

ไมค่วรท ิง้แบตเตอร ี ่หบีหอ่แบตเตอร ี ่และตัวเกบ็ประจไุฟฟ้ารว่มกับขยะภายในบา้น ทั้งนี้ในการนำส่งวัตถุดังกล่าวไปรีไซเคิลหรือการ       
กำจัดทิ้งที่เหมาะสม   โปรดใชร้ะบบเกบ็ขยะสาธารณะ หรอืสง่คนืใหกั้บ HP, ค ูค่า้ท ี่ ไดร้บัการแตง่ตัง้จาก HP หรอืตัวแทนของค ูค่า้ดัง
กลา่ว

EPA ของไต้หวันกำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าแบตเตอรี่แห้งต้องระบุสัญลักษณ์การเรียกคืนเอาไว้บนแบตเตอรี่ที่ใช้ในการจำหน่าย                 
การจา่ยแจก หรอืการสง่เสรมิการตลาดตา่งๆ ทัง้นี้เป็นไปตามมาตรา 15 หรือตามพระราชบัญญัติการกำจัดของเสีย    โปรดตดิตอ่ผ ูร้บั
รีไซเคิลในไต้หวันเพื่อการกำจัดทิ้งแบตเตอรี่อย่างเหมาะสม      

การติดต้ังแฟลชไดรฟ์ USB ภายใน
มพีอรต์แฟลชไดรฟ ์USB 3.0 หนึ่งบนเมนบอรด์

วธิกีารตดิตัง้แฟลชไดรฟ ์USB:

1. ถอด/คลายอปุกรณร์กัษาความปลอดภัยท ีกั่นไม่ ใหม้กีารเปิดตัวเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบาง

2. ถอดส ือ่บันทกึแบบถอดไดอ้อกจากไคลเอน็ตแ์บบบาง เชน่ แฟลชไดรฟ ์USB
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3. ปิดไคลเอน็ตแ์บบบางใหเ้รยีบรอ้ยผา่นระบบปฏบัิตกิาร จากน้ันปิดอปุกรณภ์ายนอกใดๆ ทัง้หมด

4. ถอดสายไฟ AC ออกจากเตา้เสยีบ AC และถอดอปุกรณภ์ายนอกใดๆ ออกใหห้มด

5. ถอดแทน่วางออกจากไคลเอน็ตแ์บบบาง

6. วางตัวเคร ือ่งนอนราบบนพ ืน้ผวิท ีม่ั่นคงโดยใหหั้นดา้นขวาของตัวเคร ือ่งข ึน้

7. ถอดแผงปิดออกจากตัวเคร ือ่ง โปรดดทู ี ่การถอดและใสแ่ผงปิด ในหนา้ 17

คำเตือน! เพ ื่อหลกีเล ี่ยงอันตรายจากพ ืน้ผวิสมัผัสท ีร่อ้น ควรรอใหส้ว่นประกอบภายในเคร ือ่งเยน็ลงกอ่นการสมัผัส

8. มองหาตำแหน่งของพอร์ตแฟลชไดรฟ์  USB บนเมนบอรด์

9. จัดวางแฟลชไดรฟ ์USB กับพอรต์ USB และกดไดรฟเ์ขา้กับพอรต์แน่นเพ ื่อใหเ้ขา้ท ี่

10. ตดิฝาปิดและลอ็กสลัก จากน้ันตดิตัง้แผง I/O ดา้นหลังกลับคนืใหเ้รยีบรอ้ย โปรดดทู ี ่การถอดและใสแ่ผงปิด ในหนา้ 17

11. ใสแ่ทน่วางตัวเคร ือ่งกลับเขา้ท ี่

12. เสยีบสายไฟ AC อกีครัง้และเปิดเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบาง

13. ลอ็กอปุกรณร์กัษาความปลอดภัยท ีถ่กูปลดออกในตอนท ีถ่อดแผงปิดเคร ือ่งใหก้ลับเขา้ท ี่

การตดิตัง้แฟลชไดรฟ ์USB ภายใน 25



การอัพเกรดหน่วยความจำระบบ
ซ็อกเก็ตหน่วยความจำบนเมนบอร์ดสามารถรองรับอุปกรณ์หน่วยความจำได้หนึ่งชิ้น       หากคุณต้องการใช้จำนวนหน่วยความจำสูงสุด  
เทา่ท ีร่ะบบรองรบั ก็สามารถติดตั้งหน่วยความจำบนเมนบอร์ดได้สูงสุด       16 GB ตอ่หน่วย (รวมทัง้ส ิน้ 32 GB)

ทั้งนี้เพื่อให้ระบบทำงานอย่างถูกต้อง      อุปกรณ์หน่วยความจำต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ    ดังตอ่ไปนี้:

● มาตรฐานอตุสาหกรรมแบบ 260 ขาของ Small Outline DIMM (SODIMM)

● รองรับหน่วยความจำแบบ Unbuffered non-ECC PC4-17000 DDR4-1866 MHz

● เป็นอุปกรณ์หน่วยความจำ  DDR4-SDRAM ทำงานที่แรงดัน  1.2 โวลต ์

ไคลเอ็นต์แบบบางรองรับหน่วยความจำที่มีลักษณะดังต่อไปนี้    :

● โมดลูแบบ Single-Rank และ Dual-Rank

● อุปกรณ์หน่วยความจำแบบด้านเดียวและสองด้าน

● แนะนำให้ใช้หน่วยความจำที่เหมือนกัน      (ทัง้ในสว่นผ ูผ้ลติ รุน่ของไดย ์ และขนาด) เม ื่อใชช้อ่งเสยีบ SODIMM ทัง้สองชอ่ง

โมดลู DDR4 SODIMM ความเร็วสูงจะทำงานจริงที่ความเร็วหน่วยความจำสูงสุด        1866 MHz 

หมายเหตุ: โดยหากมีการติดตั้งอุปกรณ์หน่วยความจำที่ไม่รองรับ       จะทำให้ระบบทำงานไม่ถูกต้อง  

การติดตั้งอุปกรณ์หน่วยความจำ

ขอ้ควรระวัง: คณุตอ้งถอดสายไฟออกกอ่นและรอประมาณ 30 วนิาทเีพ ื่อใหก้ระแส ไฟฟ้าหมดไป จงึจะเพ ิม่หรอืถอดอปุกรณ ์
หน่วยความจำได้  ไมว่า่สถานะของเคร ือ่งจะเปิดอย ูห่รอืไมก่ต็าม จะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในอุปกรณ์หน่วยความจำตราบเท่าที่เครื่อง      
ไคลเอน็ตแ์บบบางยังตอ่อย ูกั่บเตา้เสยีบ AC ท ีม่กีระแส ไฟฟ้า การเพิ่มหรือการนำอุปกรณ์หน่วยความจำออกในขณะที่ยังมีกระแส     
ไฟฟ้าอยู่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายที่ซ่อมแซมไม่ได้ต่ออุปกรณ์หน่วยความจำหรือเมนบอร์ด          

ซ็อกเก็ตของอุปกรณ์หน่วยความจำมีหน้าสัมผัสเป็นทองคำ     ดังนั้นเมื่ออัพเกรดหน่วยความจำ   คุณจะต้องใช้อุปกรณ์หน่วยความจำที่     
มีหน้าสัมผัสเป็นทองคำเช่นเดียวกัน    เพ ื่อป้องกันการกัดกรอ่นและ/หรอืการเกดิสนมิจากการใชห้นา้สมัผัสโลหะท ีเ่ขา้กันไม่ ได ้

ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ของไคลเอ็นต์แบบบางหรือการ์ดเสริมเกิดการชำรุดเสียหายได้              กอ่นท ีจ่ะเร ิม่ตน้
กระบวนการเหลา่นี้ โปรดตรวจสอบวา่คณุไดค้ายประจไุฟฟ้าสถติดว้ยการสมัผัสวัตถทุ ีเ่ป็นโลหะและมกีารลงกราวด ์สำหรับข้อมูล  
เพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การคายประจไุฟฟ้าสถติ ในหนา้ 28

โปรดใชค้วามระมัดระวังไม่ ใหส้มัผัสกับหนา้สมัผัส ใดๆ เมื่อต้องจัดการกับอุปกรณ์หน่วยความจำ    การทำเช่นนั้นอาจทำให้โมดูลชำรุด   
เสยีหายได ้

1. ถอด/คลายอปุกรณร์กัษาความปลอดภัยท ีกั่นไม่ ใหม้กีารเปิดตัวเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบาง

2. ถอดส ือ่บันทกึแบบถอดไดอ้อกจากไคลเอน็ตแ์บบบาง เชน่ แฟลชไดรฟ ์USB

3. ปิดไคลเอน็ตแ์บบบางใหเ้รยีบรอ้ยผา่นระบบปฏบัิตกิาร จากน้ันปิดอปุกรณภ์ายนอกใดๆ ทัง้หมด

4. ถอดสายไฟออกจากเตา้เสยีบ AC และถอดอปุกรณภ์ายนอกใดๆ ออกใหห้มด

ขอ้ควรระวัง: คณุตอ้งถอดสายไฟออกกอ่นและรอประมาณ 30 วนิาทเีพ ื่อใหก้ระแส ไฟฟ้าหมดไป จงึจะเพ ิม่หรอืถอด
อุปกรณ์หน่วยความจำได้   ไมว่า่สถานะของเคร ือ่งจะเปิดอย ูห่รอืไมก่ต็าม จะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในอุปกรณ์หน่วยความจำตราบ    
เทา่ท ีเ่คร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบางยังตอ่อย ูกั่บเตา้เสยีบ AC ท ีม่กีระแส ไฟฟ้า การเพิ่มหรือการนำอุปกรณ์หน่วยความจำออกใน   
ขณะที่ยังมีกระแสไฟฟ้าอยู่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้ในอุปกรณ์หน่วยความจำหรือเมนบอร์ด               

5. ถอดแทน่วางออกจากไคลเอน็ตแ์บบบาง
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6. วางตัวเคร ือ่งนอนราบบนพ ืน้ผวิท ีม่ั่นคงโดยใหหั้นดา้นท ีถ่กูตอ้งข ึน้

7. ถอดแผงปิดออกจากตัวเคร ือ่ง โปรดดทู ี ่การถอดและใสแ่ผงปิด ในหนา้ 17

คำเตือน! เพ ื่อหลกีเล ี่ยงอันตรายจากพ ืน้ผวิสมัผัสท ีร่อ้น ควรรอใหส้ว่นประกอบภายในเคร ือ่งเยน็ลงกอ่นการสมัผัส

8. ค้นหาตำแหน่งของอุปกรณ์หน่วยความจำบนเมนบอร์ด   โปรดดทู ี ่การทำความรู้จักกับส่วนประกอบภายใน    ในหนา้ 20

9. หากต้องการถอดอุปกรณ์หน่วยความจำออก  ให้กดสลักแต่ละข้างของอุปกรณ์หน่วยความจำโดยให้ดันออกด้านข้าง     (1) แลว้
ดึงอุปกรณ์หน่วยความจำขึ้นเพื่อนำออกจากซ็อกเก็ต       (2)

10. ใส่อุปกรณ์หน่วยความจำตัวใหม่    (1) ลงในซอ็กเกต็ท ีม่มุประมาณ 30° องศา จากน้ันกดลงในซอ็กเกด็ (2) เพ ื่อใหส้ลักลอ็กเขา้ท ี่

หมายเหตุ: คุณจะสามารถติดตั้งหน่วยความจำได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น        จัดใหร้อยบากบนโมดลูตรงกับแถบบนซอ็กเกต็
หน่วยความจำ

11. ใสแ่ผงปิดเคร ือ่งคอมพวิเตอรเ์ขา้ท ี ่โปรดดทู ี ่การถอดและใสแ่ผงปิด ในหนา้ 17

12. ใสแ่ทน่วางตัวเคร ือ่งกลับเขา้ท ี่

13. เช ื่อมตอ่อปุกรณภ์ายนอก เช ื่อมตอ่สายไฟ จากน้ันเปิดเคร ือ่งไคลเอน็แบบบางข ึน้มา

14. ลอ็กอปุกรณร์กัษาความปลอดภัยท ีถ่กูปลดออกในตอนท ีถ่อดแผงปิดเคร ือ่งใหก้ลับเขา้ท ี่

ไคลเอ็นต์แบบบางจะตรวจพบอุปกรณ์หน่วยความจำชิ้นใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องไคลเอ็นต์แบบบาง         
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A การคายประจุไฟฟ้าสถิต

ประจุไฟฟ้าสถิตจากนิ้วมือหรือสื่อนำไฟฟ้าต่างๆ     อาจทำความเสียหายให้กับเมนบอร์ดหรือชิ้นส่วนอื่นๆ       ท ี่ ไวตอ่ไฟฟ้าสถติ ความเสยี
หายประเภทนี้อาจลดอายกุารใชง้านของอปุกรณล์ง

การป้องกันความเสยีหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต
เพ ื่อป้องกันความเสยีหายจากประจไุฟฟ้าสถติ ใหป้ฏบัิตติามขอ้ควรระวังดังตอ่ไปนี้:

● หลกีเล ี่ยงการใชม้อืสมัผัส ขนยา้ยและเกบ็ผลติภัณฑ ์ในท ีเ่กบ็ท ีป้่องกันไฟฟ้าสถติ

● เกบ็ช ิน้สว่นท ี่ ไวตอ่ไฟฟ้าสถติไว ้ ในหบีหอ่ของช ิน้สว่นเหลา่น้ัน จนกว่าชิ้นส่วนเหล่านั้นจะอยู่ในเนื้อที่ทำงานที่ไม่มีไฟฟ้าสถิต          

● วางชิ้นส่วนบนพื้นผิวที่มีการลงกราวด์ก่อนที่จะนำออกจากภาชนะที่เก็บ         

● หลกีเล ี่ยงการสมัผัสขา ขัว้ หรอืวงจรของอปุกรณ ์

● มกีารลงกราวดอ์ยา่งเหมาะสมทกุครัง้ เม ื่อสมัผัสอปุกรณห์รอืช ิน้สว่นท ี่ ไวตอ่ไฟฟ้าสถติ

วิธกีารต่อสายดิน
วธิกีารลงกราวดน้ั์นมหีลายวธิ ีโปรดใชว้ธิกีารหนึ่งใดดังตอ่ไปนี้เพ ื่อจัดการหรอืตดิตัง้ช ิน้สว่นท ี่ ไวตอ่ไฟฟ้าสถติ:

● ใชส้ายรดัขอ้มอืท ีเ่ช ื่อมตอ่สายกราวดเ์พ ื่อการกราวดตั์วเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบาง สายรดัขอ้มอืดังกลา่วเป็นสายรดัท ีย่ดืหยุน่ได ้
ซ ึง่มแีรงตา้น 1 megohm +/- 10 เปอรเ์ซน็ต ์ในสายกราวด ์ทัง้นี้เพ ื่อการลงกราวดท์ ีเ่หมาะสม ควรสวมสายรดัใหแ้นบกับ
ผวิหนัง

● ใชส้ายรดัขอ้เทา้ นิว้เทา้ หรือรองเท้าในพื้นที่ทำงานแบบยืน      สวมสายรัดข้อเท้าทั้งสองข้างเมื่อยืนบนเนื้อที่นำไฟฟ้าหรือแผ่น       
รองเนื้อท ีม่กีารกระจายกระแส ไฟฟ้า

● ใช้เครื่องมือสนามที่มีการนำไฟฟ้า    

● ใช้ชุดซ่อมบำรุงแบบพกพาพร้อมแผ่นรองเนื้อที่มีการกระจายกระแสไฟฟ้าแบบพับได้      

หากไม่มีอุปกรณ์ที่แนะนำข้างต้นในการเดินสายดิน        โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย ผ ูข้ายปลกี หรอืศนูยบ์รกิารท ี่ ไดร้บัการแตง่ตัง้ของ 
HP

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต        โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย ผู้จำหน่าย  หรอืผ ู้ ใหบ้รกิารท ี่ ไดร้บัการแตง่ตัง้
จาก HP
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B ขอ้มูลการขนย้าย

การเตรยีมการขนย้าย
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ในการเตรียมการขนย้ายเครื่องไคลเอ็นต์แบบบาง       :

1. ปิดเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบางและอปุกรณภ์ายนอก

2. ถอดสายไฟ AC ออกจากเตา้เสยีบ AC แลว้จงึถอดออกจากตัวเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบาง

3. ถอดสว่นประกอบของเคร ือ่งและอปุกรณภ์ายนอกออกจากแหลง่จา่ยไฟ จากน้ันถอดออกจากเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบาง

4. บรรจสุว่นประกอบของระบบและอปุกรณภ์ายนอกไว ้ ในหบีหอ่เดมิของอปุกรณเ์หลา่น้ันหรอืหบีหอ่ท ีค่ลา้ยกัน โดยมวัีสดกัุน
การกระแทก

หมายเหตุ: สำหรับช่วงค่าทางสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถทำงานได้     โปรดดไูดท้ ี ่http://www.hp.com/go/quickspecs

ข้อมูลบริการซ่อมแซมที่สำคัญ
กรณุาถอดและปกป้องอปุกรณเ์สรมิภายนอกทัง้หมดกอ่นสง่คนืเคร ือ่งไคลเอน็ตแ์บบบางกลับมายัง HP เพ ื่อการซอ่มแซมหรอื
เปล ี่ยนทดแทนในทกุกรณี

สำหรับในประเทศที่มีบริการให้ลูกค้าสามารถส่งสินค้าซ่อมแซมผ่านไปรษณีย์             HP จะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อจัดส่งสินค้าที่      
ซอ่มแซมแลว้ใหแ้กล่กูคา้ โดยใช้หน่วยความจำภายในและโมดูลแฟลชชุดเดิม  

สำหรับในประเทศที่ไม่มีบริการให้ลูกค้าสามารถส่งสินค้าซ่อมแซมผ่านไปรษณีย์ได้               คณุตอ้งถอดอปุกรณเ์สรมิภายในทกุช ิน้และ
ปกป้องใหเ้รยีบรอ้ยนอกเหนอืไปจากอปุกรณเ์สรมิภายนอกตา่งๆ ทัง้นี้ควรเรยีกคนืคา่ด้ังเดิมของระบบกอ่นท ีจ่ะจัดสง่กลับมายัง HP 
เพ ื่อการซอ่มแซม
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C คุณสมบัติสำหรับผู้ทุพพลภาพ

HP ไดอ้อกแบบ ผลติ ตลอดจนทำตลาดผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งทุกคนรวมทั้งผู้พิการสามารถใช้ได้            ไมว่า่จะเป็นแบบสแตนดอ์ะโลน
หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่มีความเหมาะสม   

เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกที่รองรับ
ผลติภัณฑข์อง HP สนับสนุนเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบนระบบปฏิบัติการที่มีความหลากหลาย      และคุณสามารถกำหนดค่า
ให้ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมได้          ใชค้ณุสมบัตกิารคน้หาซ ึง่อย ูบ่นอปุกรณข์องคณุเพ ื่อคน้หาขอ้มลูเพ ิม่
เติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งอำนวยความสะดวก   

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะที่มีเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก             โปรดตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้
สำหรับสินค้านั้นๆ   

การติดต่อฝ่ายสนับสนุน
เราได้ทำการปรับแต่งระบบการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างสม่ำเสมอ        และยนิดรีบัขอ้เสนอแนะจากผ ู้ ใช ้หากคุณมีคำถามเกี่ยว 
กับผลติภัณฑ ์หรอืตอ้งการแจง้เก ี่ยวกับ คณุลักษณะดา้นความสะดวกในการใชง้านท ีเ่ป็นประโยชนแ์กค่ณุ โปรดตดิตอ่เราท ี ่(888) 
259-5707 วันจันทรถ์งึวันศกุร ์ เวลา 6:00-21:00 ตามเวลาเมานเ์ทนไทม ์ในสหรฐัฯ หากคณุทพุพลภาพทางการไดย้นิและใช ้
TRS/VRS/WebCapTel โปรดตดิตอ่เราหากคณุตอ้งการขอความชว่ยเหลอืทางเทคนคิ หรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยในการเข้าถึง    
โดยใหต้ดิตอ่มาท ี ่(877) 656-7058 วันจันทรถ์งึวันศกุร ์ เวลา 6:00-21:00 ตามเวลาเมานเ์ทนไทม ์ในสหรฐัฯ
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